BEGEISTERUNG FUR ELEKTRONIK

LEITERPLATTEN
BAUGRUPPEN
Made in Germany

pcb & more

Datenblatt
Desing-Rules - Herstellung Leiterplatten DKL
Abstinde und Mindeststarken EEL, DKL, MLL

Standard nach Prifung
Leiterzug - Leiterzug z 0,15 mm z 0,125 mm
Leiterzug - Lotauge z 0,15 mm z 0,125 mm
Lotauge - Ldtauge Zz 0,15 mm Zz 0,125 mm
Leiterzugbreite = 0,15 mm 2 0,125 mm
Restring Via's = 0,15 mm 2 0,125 mm
Restring THT-Bauteile z 0,22 mm > 0,2 mm
Strichstdrke Bestickungsdruck = 0,15 mm
Gilt fiir 35pm Endkupferstarke. Bei griBeren Kupferstarken erhdhen sich diese Werte!
Bohrungen und Frasungen
kleinste Bohrung 0,3 mm nach Prifung 0,2 mm
groBte Bohrung 6,1 mm (dariiber gefrast)
kleinster Fraser 0,5 mm
groBter Fraser 3,0 mm

Standardfraser ist 2,0 mm bzw. 2,4 mm

Nutzbare Flache

MNutzen 266 x 388 240 x 360 mm
Nutzen 356 x 388 330 x 360 mm
Nutzen 356 x 532 330 x 504 mm
Nutzen MLL 300 x 400 237 x 320 mm
MNutzen MLL 340 x 500 316 x 450 mm
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